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(§?) Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, bei einer 
Montage von Bauelementen die Anzahl an erforderlichen 
Draht-Bond-Verbindungen zu verringern. 
Diese Aufgabe wird gelost, indem in einer Platine, die zur 
Montage verwendet wird, Aussparungen vorgesehen sind, in 
die zu montierende Bauelemente eingebettet werden. Fur 
elektrische Anschtusse zwischen dem Bauelement und an- 
deren Punkten auf der Platine kann eine leitfahige Paste 
verwendet werden, die durch ein Siebdruckverfahren aufge- 
bracht und strukturiert wird. 

Die Erfindung la&t sich bevorzugt anwenden zur Montage 
von integrierten Schaltungen, die mittels einer Platine 
montiert werden sollen, die nach dem sogenannten Green- 
Tape -Verf ah re n hergestellt wurde. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren ge- 
maB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine Platine 
nach dem Oberbegriff des ersten Sachanspruchs. 

Es ist bekannt, dafl Bauelemente, wie elektronische 
Bauelemente. die beispielsweise als integrierte Schal- 
tung (IC) ausgebildet sein konnen, auf einer Platine, im 
folgenden auch Tragersubstrat genannt, montiert wer- 
den kdnnen, um sie mit anderen Bauelementen zu ver- \ 
binden. Auf diesem Tragersubstrat kdnnen Anschlusse 
vorgesehen sein, um eine Baugruppe, die durch die Bau- 
elemente gebildet wird, mit weiteren Stufen eines Ge- 
samtsystems zu verbinden. 

Als bekannte Tragersubstrate sind beispielsweise i 
Pertinax-, Glas- oder Keramikplatinen bekannt. Die 
Auswahl des Substratmaterials erfolgt beispielsweise in 
Abhangigkeit davon, welche AnsprUche an diese Bau- 
gruppe gestellt werden. 

Durch die genannten Substratmaterialien kdnnen 2 
Platinen mit mehrlagigen Metallisierungen hergestellt 
werden. Dafiir werden jeweils mehrere dOnne Schichten 
des Substratmaterials ubereinander geschichtet, wobei 
sich zwischen den einzelnen Schichten jeweils struktu- 
rierte Metallbahnen befinden kdnnen. 2 

Bei bekannten Montage techniken werden Bauele- 
mente, wie beispielsweise ICs, auf eine oberste Substrat- 
schicht montiert In Abhangigkeit von den Bauelemen- 
ten ist bei der Montage ein Draht-Bond- oder ein Ldt- 
verfahren, wie das Loten gekapselter ICs, das sogenann- 31 
te Flip-Chip- oder das Tape Automated Bonding (TAB) 
Verfahren, notwendig. 

Es hat sich herausgestellt, daB Bondverbindungen un- 
zuverlassiger sind, wenn zuvor ein LdtprozeB stattge- 
funden hat Andererseits dtirfen die Bondverbindungen 3; 
nicht mit Lotmittel in IContakt geraten, weil dadurch 
KurzschluBverbindungen oder QualitatseinbuBen m6g- 
lich sind. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Montageverfahren vorzustellen, das es erlaubt, die An- 4c 
zahl an Bondverbindungen zu verringern oder Bondver- 
bindungen zu vermeiden. 

Diese Aufgabe wird geldst durch ein Verfahren nach 
dem Hauptanspruch und eine Platine nach dem ersten 
Sachanspruch. 45 

ErfindungsgemaB werden in einem Substrat (Platine) 
der genannten Arten Aussparungen vorgesehen, in die 
zu montierende Bauelemente eingebettet werden. Diese 
Bauelemente werden bei nachfolgenden ProzeBschrit- 
ten mittels eines leitenden Stoffes mit entsprechenden 50 
Anschliissen der Baugruppe, die durch die Vielzahl der 
Bauelemente auf dem Substrat gebildet wird, verbun- 
dea 

Als leitender Stoff hat sich beispielsweise eine soge- 
nannte Leitpaste (polymer ink) bewahrt, die durch ein 55 
Siebdruckverfahren aufgebracht und strukturiert wer- 
den kann und bei Temperaturen im Bereich von ca. 
100— 200 Grad ausgehartet werden kann. 

Durch die Reduzierung oder gar Vermeidung von 
Bondverbindungen der Bauelemente zu weiterftihren- eo 
den elektrisch leitenden Schichten wird zum einen die 
Zuverlassigkeit der Baustufe erhdht. Weiterhin wird die 
Fertigungszeit vermindert, da die Realisierung von 
Bondverbindungen wesenttich zeitaufwendiger ist, als 
die elektrische fContaktierung durch eine Leitpaste. $5 

Da das Bauelement im Substrat eingebettet und 
durch eine Schicht abgedeckt ist, werden nachfolgende 
Prozeflschritte, wie beispielsweise die Montage von 
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SMD (Surface Mounted Device) Bauelementen, weder 
behindert noch erschwert. 

Durch die Erfindung wird weiterhin bewirkt, daB die 
Warmeabfuhr des Bauelementes an die Platine erhdht 
5 wird. Dadurch kdnnen hohere elektrische Leistungen 
verarbeitet werden und/oder es kann die Lebensdauer 
des Bauelementes veriangert werden. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten werden 
in den folgenden Ausfuhrungsbeispielen anhand der 
io Zeichnung erlautert. Dabei zeigen: 

Fig. 1 ein Schnittbild, wobei ein Substrat nach einem 
AusfQhrungsbeispiel des erfindungsgemaflen Verfah- 
rens bestuckt wurde; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Substrat nach Fig. 1. 
5 Fig. 1 zeigt eine Platine 10, die im wesentlichen gebil- 
det wird aus einem Block It, der geformt ist aus mehre- 
ren Schichten 1 la, . . . ,lld, und aus einer Deckschicht 12. 
Die Schichten 11a, ... lid kdnnen jeweils eine Metalli- 
sierungsebene aufweisen, von denen hier beispielhaft 
0 die Schichten 31a, 31b dargestellt sind, die durch Kon- 
taktierungsldcher 32, 32a in den Schichten 1 la, ... 1 Id, 
12 miteinander verbunden werden konnen. 

Die Deckschicht 12 uberdeckt eine Aussparung 13, in 
der ein elektronisches Bauelement 14 eingebettet ist 
5 Dieses wird fixiert durch einen Klebstoff 15 und durch 
einen Fullstoff 16, wie beispielsweise Epoxid. In die 
Deckschicht 12wurden0ffnungen 17eingearbeitet, bei- 
spielsweise mittels eines Stanzprozesses, eines Atzpro- 
zesses, eines Laserprozesses oder dergleichen, durch die 
3 Anschlusse 18 des Bauelementes 14 freigelegt wurden. 
Diese Anschlusse 18 sind durch eine Leitpaste 19 mit 
weiteren Anschlussen 20 auf der Platine 10 verbunden. 
Der leitende AnschluB zwischen den leitenden Schich- 
ten 19 und 20 erfolgt in diesem AusfQhrungsbeispiel 

> mittels einer Oberlappung an den Punkten 21. 
Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Platine 10. Mittel 

mit gleichen Bedeutungen wurden mit den gleichen Re- 
ferenzzeichen wie in Fig. 1 bezeichnet. Es sei der Voll- 
standigkeit halber darauf hingewiesen, daB in Fig. 2, im 

> Gegensatz zu Fig. 1, die Bahnen 20 im rechten Winkel 
zu den Bahnen 19 verlaufen. Dieses dient in den jeweili- 
gen Figuren der deutlichen Unterscheidung der einzel- 
nen Leiterbahnen 19, 20. 

Die Platine 10 gemaB der Fig. 1, 2 laBt sich beispiels- 
weise durch folgendes Montageverfahren herstellen, 
wobei von einem sogenannten Xofiring"- Verfahren 
ausgegangen wird, d. h. die Deckschicht 12 wird zusam- 
men mit den Schichten 1 la, . . n 1 Id ausgehartet: 

1. in die Schichten 11a, ... lid wird an den fur die 
Aussparung 13 vorgesehenen Stellen jeweils eine 
Offnung eingearbeitet Dieses kann zusammen mit 
der Offnung der Kontaktierungsoffnungen 32a er- 
folgen, beispielsweise durch einen StanzprozeB, ei- 
nen AtzprozeB, einen Laser- ProzeB oder derglei- 
chen; 

2. die einzelnen Schichten 11a, . . „ ltd und 12 wer- 
den zueinander gefuhrt, die entsprechenden Metal- 
lisierungsebenen 20, 31a, 31b miteinander kontak- 
tiert und die Schichten 1 la, ... 1 Id, 12 unter Druck 
mechanisch miteinander verbunden; 

3. die Schichten Ua, . . n lid, 12 und die dazugehari- 
gen Metallebenen werden bei einem ersten Tempe- 
raturprozeB bei ca. 400—700 Grad und bei einem 
zweiten TemperaturprozeS bei ca. 900 Grad ausge- 
hartet; 

4. auf das Bauelement 14 wird der KJebstoff 15 
aufgebracht und das Bauelement 14 wird derart in 
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die Aussparung 13 eingefQhrt, daB dessen An- 
schlusse 18 im wesentlichen unterhalb der Offnun- 
gen 17 angeordnet sind; 

5. nach einer weiteren Fixierung des Bauelementes 

14 durch den Filllstoff 16 wird die Leitpaste 19 5 
durch ein Siebdruckverfahren aufgebracht und 
strukturiert; 

6. durch einen dritten TemperaturprozeB bei ca. 
150 Grad wird die Leitpaste 19 ausgehartet und es 
entstehen elektrische Verbindungen zwischen dem 10 
Bauelement 14 und den Leiterbahnen 20. 

Bei einer Ausgestaltung des oben genannten Verfah- 
rens kann ein sogenanntes "Postfiring"- Verfahren ver- 
wendet werden. Dieses unterscheidet sich im wesentli- 15 
chen von dem ersten Verfahren dadurch, daB die Metall- 
schicht 20 nach Schritt 3. aufgebracht und anschlieBend 
bei einem weiteren TemperaturprozeB, beispielsweise 
bei 930 Grad, gesintert wird. 

Die weiteren Verfahrensschritte 4—6 bleiben im we- 20 
sentlichen gleich. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, daB durch die 
Schritte 2 und 3 das sogenannte und an sich bekannte 
"Griine Keramik" (Green Tape) Verfahren beschrieben 
ist. Es wird im Rahmen dieser Anmeldung jedoch nur 25 
insofern darauf eingegangen, wie es fur das Verstandnis 
der vorliegenden Erfindung notwendig ist 

Versionen der genannten AusfQhrungsbeispiele kon- 
nen zumindest eine der folgenden Variationen aufwei- 



— die Deckschicht 12 kann auch aufgebracht wer- 
den, nachdem das Bauelement 14 in die Aussparung 
eingebettet ist. Dafur sind die Metallbahnen 20 vor 
der Montage der Deckschicht 12 in einen leitenden 35 
Zustand zu bringen; 

— es ist auch mciglich, Bauelemente seitlich in die 
Aussparung t3 einzuftihren; 

— die Unterseite der Bauelemente kann mittels 
einer Leitpaste ebenfalls elektrisch angeschlossen 40 
werden; 

— ICs mit Polymer IContakterhebungen (bumps) 
konnen bevorzugt eingesetzt werden; 

— das Bauelement 14 kann von der unteren Seite 
und/oder von der oberen Seite abgedeckt werden. 45 

PatentansprUche 

1. Verfahren zur Montage von einem oder mehre- 
ren Bauelementen (14) mittels einer Platine (10), in 50 
die Aussparungen (13) eingearbeitet werden, in die 
das Bauelement (14) eingebettet werden kann, da- 
durch gekennzeichnet, daB mindestens eine Deck- 
schicht (12) vorgesehen ist, die das Bauelement (14) 
iiberdeckt und in die Offnungen (17) eingearbeitet 55 
werden, durch die ein elektrisches Leitmittel (19) 
gefuhrt wird, das das Bauelement (14) mit vorgege- 
benen Punkten (21) auf der Platine (10) verbindet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Bauelement (14) von der Unter- 60 
seite der Platine (10) her in die Aussparung (13) 
eingefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Leitmittel (19) eine Leitpaste 
verwendet wird, die durch einen entsprechenden 65 
TemperaturprozeB gehanet werden kann und ei- 
nen elektrisch leitenden Zustand annimmt 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
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dadurch gekennzeichnet, daB die Aussparungen 
(13) dadurch erzeugt werden, daB 

— eine erste Gruppe von einer oder mehreren 
Schichten (11a, .. , lid) der Platine (10) vorge- 
sehen ist, in die Offnungen (13) eingearbeitet 
werden, die gleich groB oder groBer als das 
Bauelement (14) sind, und daB 

— eine zweiten Gruppe von einer oder mehre- 
rer Schichten (12) vorgesehen ist, in die Off- 
nungen (17) eingearbeitet werden, die der La- 
ge und der GroBe nach geeignet sind, das Bau- 
element (14) mit dem Leitmittel ( 19) zu kontak- 
tieren. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Aussparungen 
(13) im Rahmen eines Verfahrens erzeugt werden, 
bei dem mehrere Schichten durch Druck miteinan- 
der mechanised verbunden werden konnen, die 
durch Temperaturprozesse eine keramikahnliche 
Gestalt annehmen ("Green Tape Verfahren"). 

6. Platine (10) zur Montage von einem oder mehre- 
ren Bauelementen (14), mit Aussparungen (13), in 
die das Bauelement (14) eingebettet werden kann, 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine 
Deckschicht (12) vorgesehen ist, die das Bauele- 
ment (14) iiberdeckt und in die Offnungen (17) ein- 
gearbeitet werden, durch die ein elektrisches Leit- 
mittel (19) gefuhrt wird. das das Bauelement (14) 
mit vorgegebenen Punkten (21) auf der Platine (10) 
verbindet. 

7. Platine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB eine oder mehrere Offnungen auf der Un- 
terseite der Platine (10) vorgesehen sind, durch die 
das Bauelement (14) in die Aussparung (13) einge- 
fuhrt wird. 

8. Platine nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Leitmittel (19) eine Leitpaste ver- 
wendet wird, die durch einen entsprechenden Tem- 
peraturprozeB gehartet werden kann und einen 
elektrisch leitenden Zustand annimmt. 

9. Platine nach einem der Anspriiche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— eine erste Gruppe von einer oder mehreren 
Schichten (11a, .. . lid) vorgesehen ist, die eine 
Offnung (13) aufweisen, die gleich grofl oder 
groBer ist als das Bauelement (14), und daB 

— eine zweite Gruppe von einer oder mehre- 
ren Schichten (12) vorgesehen ist, die Offnun- 
gen (17) aufweisen, die der Lage und der Gro- 
Be nach geeignet sind, das Bauelement mit 
dem Leitmittel (19) zu kontaktieren. 

10. Platine nach einem der Anspriiche 6 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet. daB sie mehrere Schichten 
aufweist, die durch Druck miteinander mechanisch 
verbunden sind und durch Temperaturprozesse ei- 
ne keramikahnliche Gestalt annehmen ("Green Ta- 
pe Verfahren"). 
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